
JP 2018-525789 A5 2019.7.25

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和1年7月25日(2019.7.25)

【公表番号】特表2018-525789(P2018-525789A)
【公表日】平成30年9月6日(2018.9.6)
【年通号数】公開・登録公報2018-034
【出願番号】特願2018-507554(P2018-507554)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｂ   1/22     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  79/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   5/053    (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   5/09     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ  13/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｂ    1/22     　　　Ａ
   Ｃ０８Ｌ   79/08     　　　Ｚ
   Ｃ０８Ｋ    3/08     　　　　
   Ｃ０８Ｋ    5/053    　　　　
   Ｃ０８Ｋ    5/09     　　　　
   Ｈ０１Ｂ   13/00     ５０３Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月17日(2019.6.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリマー厚膜銅導体組成物であって、
　（ａ）０．２～１０μｍの平均粒度および０．２～３．０ｍ2／ｇの範囲の表面積／質
量比を有する粒子を有する銅粉末６０～９５ｗｔ％と、それが分散された
　（ｂ）４～３５ｗｔ％の有機媒体であって、
　　　（１）重量でその少なくとも半分がポリイミド樹脂である樹脂２～７ｗｔ％と、そ
れが溶解された
　　　（２）有機溶媒と、を含む有機媒体と、
　（ｃ）塩基特性を有さないアルコールを含む還元剤０．２５～２ｗｔ％と、
　（ｄ）カルボン酸含有化合物を含む粘度安定剤０．０～２ｗｔ％とを含み、
　前記ｗｔ％がポリマー厚膜銅導体組成物の全重量に基いている、ポリマー厚膜銅導体組
成物。
【請求項２】
　　電気回路に電気導体を形成するための方法であって、
　ａ）基材を提供する工程と、
　ｂ）ポリマー厚膜銅導体組成物を提供する工程であって、前記ポリマー厚膜銅導体組成
物が、
　　　（ｉ）０．２～１０μｍの平均粒度および０．２～３．０ｍ2／ｇの範囲の表面積
／質量比を有する粒子を有する銅粉末６０～９５ｗｔ％と、それが分散された
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　　　（ｉｉ）４～３５ｗｔ％の有機媒体であって、
　　　　　　（１）重量でその少なくとも半分がポリイミド樹脂である樹脂２～７ｗｔ％
と、それが溶解された
　　　　　　（２）有機溶媒と、を含む有機媒体と、
　　　（ｉｉｉ）塩基特性を有さないアルコールを含む還元剤０．２５～２ｗｔ％と、
　　　（ｉｖ）カルボン酸含有化合物を含む粘度安定剤０．０～２ｗｔ％とを含み、前記
ｗｔ％がポリマー厚膜銅導体組成物の全重量に基づいている、工程と、
　ｃ）前記ポリマー厚膜銅導体組成物を前記基材上に適用する工程と、
　ｄ）前記ポリマー厚膜銅導体組成物を光焼結に供して前記電気導体を形成する工程とを
含む、方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　試料を使用して上述の方法ではんだ湿潤性および耐はんだ浸出性が試験された。例とし
て、４０．２Ωを有する試料は３秒間ＳＡＣポット内に浸漬された後に約４０％のはんだ
ぬれならびに２６．６Ωの抵抗を示し、１０秒間浸漬された３８．８Ωを有する試料は、
約７０％のはんだぬれおよび２４．５Ωの抵抗を示した。はんだに浸漬した試料から剥離
またはボイドなどの欠陥は観察されなかった。
　本発明は以下の実施の態様を含むものである。
［１］ポリマー厚膜銅導体組成物であって、
　（ａ）０．２～１０μｍの平均粒度および０．２～３．０ｍ2／ｇの範囲の表面積／質
量比を有する粒子を有する銅粉末６０～９５ｗｔ％と、それが分散された
　（ｂ）４～３５ｗｔ％の有機媒体であって、
　　　（１）重量でその少なくとも半分がポリイミド樹脂である樹脂２～７ｗｔ％と、そ
れが溶解された
　　　（２）有機溶媒と、を含む有機媒体と、
　（ｃ）塩基特性を有さないアルコールを含む還元剤０．２５～２ｗｔ％と、
　（ｄ）カルボン酸含有化合物を含む粘度安定剤０．０～２ｗｔ％とを含み、
　前記ｗｔ％がポリマー厚膜銅導体組成物の全重量に基いている、ポリマー厚膜銅導体組
成物。
［２］前記還元剤が、グリセロール、エチレングリコール、ジエチレングリコールおよび
それらの混合物からなる群から選択される、［１］に記載のポリマー厚膜銅導体組成物。
［３］前記還元剤がグリセロールである、［２］に記載のポリマー厚膜銅導体組成物。
［４］前記粘度安定剤が、オレイン酸、ステアリン酸およびそれらの混合物からなる群か
ら選択される、［１］に記載のポリマー厚膜銅導体組成物。
［５］前記粘度安定剤がオレイン酸である、［４］に記載のポリマー厚膜銅導体組成物。
［６］電気回路に電気導体を形成するための方法であって、
　ａ）基材を提供する工程と、
　ｂ）ポリマー厚膜銅導体組成物を提供する工程であって、前記ポリマー厚膜銅導体組成
物が、
　　　（ｉ）０．２～１０μｍの平均粒度および０．２～３．０ｍ2／ｇの範囲の表面積
／質量比を有する粒子を有する銅粉末６０～９５ｗｔ％と、それが分散された
　　　（ｉｉ）４～３５ｗｔ％の有機媒体であって、
　　　　　　（１）重量でその少なくとも半分がポリイミド樹脂である樹脂２～７ｗｔ％
と、それが溶解された
　　　　　　（２）有機溶媒と、を含む有機媒体と、
　　　（ｉｉｉ）塩基特性を有さないアルコールを含む還元剤０．２５～２ｗｔ％と、
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　　　（ｉｖ）カルボン酸含有化合物を含む粘度安定剤０．０～２ｗｔ％とを含み、前記
ｗｔ％がポリマー厚膜銅導体組成物の全重量に基づいている、工程と、
　ｃ）前記ポリマー厚膜銅導体組成物を前記基材上に適用する工程と、
　ｄ）前記ポリマー厚膜銅導体組成物を光焼結に供して前記電気導体を形成する工程とを
含む、方法。
［７］前記ポリマー厚膜導体組成物を乾燥させる工程をさらに含み、乾燥させる前記工程
が工程（ｃ）の後で工程（ｄ）の前に行われる、［６］に記載の方法。
［８］前記還元剤が、グリセロール、エチレングリコール、ジエチレングリコールおよび
それらの混合物からなる群から選択され、前記粘度安定剤が、オレイン酸、ステアリン酸
およびそれらの混合物からなる群から選択される、［６］に記載の方法。
［９］［１］に記載のポリマー厚膜銅導体組成物から形成される電気導体を含む電気デバ
イス。
［１０］［６」に記載の方法によって形成される電気導体を含む電気デバイス。
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